
TransFilmTransFilm
"Transfert de films minces par ingénierie de 
l'adhérence pour l'intégration hétérogène"

Objectifs du projet TransFilm (lancé en mars 2009)

� Contrôle de l’adhérence du film à transférer sur le  substrat porteur 
• Réalisation de couches de faible adhérence fluorocarbonées "Teflon like" CxFy pour les procédés 
réalisés à basses températures (films métalliques électrodéposés …)
• Réalisation de couches de faible module de rupture de type "multistack" ou de faible adhérence 
obtenues par dépôt de carbone pour les procédés réalisés à hautes températures (PECVD …)
• Modulation de l’énergie de surface des couches fluorocarbonées par traitements plasma ou par   
traitements mettant en jeu des flux de radicaux libres 

� Maitrise de l’adhérence du film à transférer sur le  substrat MEMS d’accueil
• Soudure par cordons polymère de type BCB ou SU8 (procédés basses températures)
• Soudure direct Si/Si ou métal/Si (procédés hautes températures)

� Maitrise de la méthode de libération du substrat po rteur
• Mise au point des méthodes de libération assistée par voie mécanique, thermomécaniques …
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But : Mise au point de procédés de transfert pour l ’intégration hétérogène de films issus de
différentes technologies pour la réalisation de MEM S/NEMS
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• Compréhension des phénomènes physicochimiques mis en jeu (simulation FEM)

� Caractérisation fine des énergies d’adhérence
• Mise au point de nouvelles méthodes de caractérisation ad-hoc (test de clivage, micro/nano scratch-
test …) et des modèles FEM associés

Couche de faible adhésion C xFy + cordon de soudure BCB

3 - Libération du wafer porteur

Pull-test

(S. Brault, G. Schelcher – IEF/KFM)

Plusieurs démonstrateurs prévus dans le cadre de ce  projet
Packaging de MEMS/NEMS par report

de capot (voir ci-dessous)
Transfer de couche magnétique recuites à haute temp érature

(Permalloy et/ou Finemet) : Inductances de forte va leur, transformateurs
Transfer de films micro ou nanostructurés

Microactionneurs, capteurs : Empilement 3D
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Partenaires – Contacts

3 – Ti/Cu seed layer

4 – Resist mold

5 – Nickel electroplating

8 – Wafer to wafer
alignement

9 – Low temperature
bonding

10 – Packaged MEMS
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Rugosité du capot de 20 nm RMS

• Coordination du projet
• Réalisation, caractérisation et

test des différents échantillons

• Dépôt, traitement et caractérisation
des couches fluorocarbonées

• Caractérisations mécaniques
• Modélisations FEM

• Traitements des couches par
radicaux neutres

• Expertise dans le cadre du
packaging des MEMS
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Limite de rupture : 29~59 MPa

Pression de rupture : 29 bar
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